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投资者关系活

动类别 

 

 特定对象调研        □分析师会议 

□媒体采访            业绩说明会 

□新闻发布会          路演活动 

 现场参观            □其他（电话会议） 

参与单位名称 中金公司、清河泉资本、正心谷资本等 5位投资者 

时间 2023 年 9 月 19 日  

地点 上海分公司会议室 

上市公司接待

人员姓名 
副总经理、董事会秘书：彭民先生 

应用技术部&市场部副总经理：南亚雄先生 

投资者关系活

动主要内容介

绍 

 

一、简要介绍 

受益于全球光伏市场的强劲需求以及 N 型电池的快速产

业化，因为 N 型电池光伏导电银浆单耗与单位加工费都高于 P

型电池，光伏导电银浆行业迎来了量利齐升的快速发展期。公

司作为国内光伏导电银浆行业龙头企业，一方面顺应行业发展

机遇，另一方面依托技术创新与产品领先优势，在N型TOPCon

电池导电银浆市场份额处于行业领先地位，上半年公司营业收

入与净利润双双实现快速增长。2023 年上半年，公司实现营业

收入 347,531.77 万元，同比增长 108.05%；实现归属于上市公

司股东的净利润 20,272.58 万元，同比增长 630.47%。 

2023 年上半年，公司光伏导电银浆实现销售 642.88 吨，

较上年同期增长 117.89%；其中应用于 N 型 TOPCon 电池全套

导电银浆产品实现销售 261.83 吨，占公司光伏导电银浆产品

总销售量比例快速提升至 40.73%，处于行业领导地位。随着光

伏行业 N 型电池尤其是 TOPCon 电池产能快速放量，公司将



持续加大产品技术研发与市场开拓力度，进一步巩固公司在光

伏电池导电银浆行业的领先地位。 

二、问答环节 

1、 公司下半年出货情况以及出货结构展望？ 

答：2023 年上半年，公司光伏导电银浆实现销售 642.88

吨，其中应用于 N 型 TOPCon 电池全套导电银浆产品实现销

售 261.83 吨。受益于 TOPCon 快速产业化，公司业务依然处于

快速发展期，从上半年经营情况来看，公司全年 TOPCon 银浆

产品销量占比预期在 50%左右。 

2、 了解公司加工费变化情况？ 

答：公司的 PERC 银浆和 TOPCon 银浆的加工费在上半年

相对稳定，相较于 PERC 银浆，TOPCon 银浆的加工费要高

40%-50%，HJT 银浆加工费会比 PERC 和 TOPCon 更高。 

3、 公司国产银粉的导入占比情况是怎样的？ 

答：公司 PERC 电池银浆已经做到 80%以上的国产粉占

比；TOPCon 电池正、背面银浆综合起来看，年底国产粉导入

有望达到 50%左右占比；HJT 产品目前还是以进口银粉为主。 

4、 如何应对汇兑损益风险？ 

答：公司主要原材料银粉进口采购金额仍较大，近一年多，

美元兑人民币汇率高企，对于进口企业来说比较难。公司本期

采用的付款策略是汇率阶段性低点时直接用人民币购汇，汇率

高时采用美元贷款，待之后汇率下降时择机锁汇或购汇。未来

公司将继续密切关注国内外政治、经济形势等，择机开展外汇

衍生产品交易业务，进行合理的外汇风险管理；同时，公司也

将继续推进国产银粉替代，降低进口银粉采购比例，以减少汇

率波动对公司产生的影响。 

5、 公司异质结银浆和银包铜浆料的进展情况？ 

答：异质结方面，公司在低温纯银浆料路线和银包铜路线

是持续双线推进发力，已在多家行业头部企业完成了产品认



证，产品性能指标处于行业领先水平。低温纯银浆料长期处于

稳定供货交付阶段，低温银包铜浆料在行业龙头客户处已经实

现稳定批量生产，下半年开始逐步放量。 

6、 公司在 BC电池领域的优势？ 

答：公司从 2020 年开始就已经实现了 BC 电池浆料的规

模化供应，是国内首家提供 BC 电池浆料的金属化解决方案提

供商。公司持续与下游客户合作开发迭代不同类型 BC 电池的

浆料产品，是多家龙头客户 BC 电池的浆料供应商。 

7、 公司在TOPCon正面银铝浆与同行相比有哪些技术优

势？ 

答：TOPCon 正面是硼扩发射极，需要使用全新类别的银

铝浆产品以实现良好的电性能，特别是行业从常规工艺往 SE

工艺升级切换后，对于玻璃粉与铝粉等无机组合开发、细线印

刷提出了更高的要求。公司银铝浆产品的转换效率处于行业领

先位置，具有非常宽的工艺窗口，可以良好匹配不同类型的 SE

工艺需求，同时公司银铝浆产品在超细线印刷方面也处于行业

领先地位。未来，公司一方面会进一步强化工艺窗口与超细线

印刷能力的优势，同时会进一步加快产品迭代升级，给客户不

断带来更高的转化效率。 

8、 在 TOPCon 银浆领域公司的优势是什么？ 

答：首先，TOPCon 电池作为新一代电池技术需要浆料企

业具有前瞻性的布局，而公司在 2017 年左右与行业内的一些

领先客户在 TOPCon 前代技术 N-PERT 上就开始了相关合作

和量产，2019 年左右开始和 TOPCon 领先企业合作开发全套

金属化浆料方案，技术储备很早；其次，TOPCon 电池不管正

面还是背面的浆料，核心体系是玻璃粉的开发设计，公司是全

行业少有的，自主设计玻璃粉体系又自主制造的银浆公司，在

TOPCon 市场启动由国内企业主导的情况下，公司能够贴近客

户需求进行快速响应，并对产品进行动态优化调整；再次，公



司在 PERC 时期积累了大量的优质的客户资源和客户结构，在

公司具备了有竞争力的产品后，为公司导入优质客户、快速获

取市场份额奠定了基础。未来，公司将加强研发投入，加强销

售团队和技术团队的建设，持续投入 TOPCon 的迭代技术开

发，保持公司未来长期处于领先的市场地位。 

9、 公司布局金属粉、硝酸银在战略上是如何考虑的？ 

答：光伏行业持续快速增长将有效支撑导电银浆市场的长

期增长，基于供应链的安全和稳定性，公司向上游布局硝酸银。

公司金属粉的布局主要是面向异质结低温浆料和半导体封装

浆料所用的银包铜粉、纳米银粉进行的储备和规划。 

10、 公司半导体浆料未来的进展和后续放量的节奏？ 

答：公司布局的非光伏业务主要聚焦在半导体电子领域，

主要分为三个方向的产品：一是 LED 与 IC 芯片封装粘接银浆

在不同导热系数场景的应用；二是面向第三代功率半导体芯片

封装粘接的烧结银产品，在超高散热场景的应用，是未来功率

半导体发展的关键材料之一；三是功率半导体封装用 AMB 陶

瓷覆铜板钎焊浆料。与光伏银浆相比，半导体封装浆料品类较

多，导入验证的节奏和时间较长。公司将围绕这三大方向持续

进行产品完善和迭代，客户群体现处于从小规模的验证客户向

中等体量的客户切换过渡阶段，未来公司将重点培育、持续推

进，不断拓宽公司产品的应用领域和市场。 

附件清单（如

有） 无 

日期 2023 年 9 月 19 日 

 


